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  2026 年 5 月 18 日 

デンカ株式会社 

 

5G・AI時代のデータ通信インフラを支える低誘電有機絶縁樹脂「SNECTON®」製造プラント竣工 

～高速・大容量通信の進展に対応した供給体制を構築～ 

 

 

デンカ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石田 郁雄）は、本日 5 月 18 日、デンカ千葉

工場（千葉県市原市）において、低誘電有機絶縁樹脂 SNECTON® （以下、スネクトン）の製造プラント

を竣工いたしました。 

 

スネクトンは、デンカが独自の重合技術を基盤に開発した、低誘電特性を備えた樹脂素材です。通信の

高速化・大容量化が進展する中、各種電子機器に用いられる電子回路基板では、信号が伝送過程で熱に変

換され失われる「伝送損失※1」が大きな課題となっています。スネクトンは、低誘電率※2・低誘電正接※3

という優れた電気特性により伝送損失を大幅に低減し、既存の高性能材料であるフッ素樹脂と同等以上の

性能を実現しています。また、フッ素樹脂では課題となっている積層加工性や銅箔との密着性を両立して

いる点を特長としており、耐熱性にも優れ、データセンターや通信機器向け電子回路基板の高信頼化と省

エネルギー化に貢献します。 

 

こうした優れた特長を背景に、スネクトンは 5G や Beyond 5G の普及、AI サーバーやデータセンター分

野の進展とともに採用が進んでおり、今後もさらなる広がりが見込まれています。当社では、今後の需要

動向を見据え、安定的な製品供給体制の構築と事業拡大を目的として専用プラントの建設を進めてまいり

ました。本プラントの竣工により、伸長する市場ニーズに的確に対応するとともに、スネクトン事業のさ

らなる成長を加速していきます。 

 

デンカは、経営計画「Mission 2030」に基づき、成長軌道への回帰とさらなる成長に向けた取り組みを

進めています。2026 年度から 2028 年度を対象とする「Mission 2030 フェーズ 2」では、「稼ぐ力の再構
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築」を掲げ、ICT＆Energy 領域および Healthcare 領域を中心に、成長ドライバーへの資源の集中による

収益力の向上に注力しています。スネクトンは、ICT＆Energy 領域における成長ドライバーの一つと位置

づけられており、本プラントの竣工は、フェーズ 2 で進める成長戦略の一環として実施したものです。 

 

デンカはこれからも、「化学の力で世界をよりよくするスペシャリストになる」というパーパスのもと、

世界に誇れる化学で、人々の暮らしと社会に貢献し続けます。 

 

以 上 

 

※1 伝送損失：電子回路基板内を電気信号が伝わる過程で、一部の信号が熱に変換され、失われてしまう

現象。通信の高速化が進むほど、信号の減衰や消費電力の増加を招く要因。高速・大容量通信を実現

する上での重要な課題の一つ。 

 

※2 誘電率：配線を電気信号が流れる際に、材料の中で電気がどれだけ偏る（分極する）かを示す指標。

誘電率が低いほど、信号を高速かつ正確に伝送することが可能になる。 

※3 誘電正接：電気信号が通過する際に、電気エネルギーがどれだけ失われやすいか（減衰の度合い）を

示す指標。誘電正接が低い材料ほど、信号が熱に変換されにくく、長い距離でも効率よく伝送するこ

とが可能となる特性。高性能な大型の電子回路基板において、特に重視される性能指標。 

 

【設備概要】 

・拠点：デンカ株式会社 千葉工場敷地内（千葉県市原市五井南海岸 6） 

・内容：スネクトン製造プラント 

・投資金額：約 70 億円 

 

【ご参考：本件に関連する過去プレスリリース（当社公式ホームページ）】  

・2024 年 5 月 21 日 「低誘電有機絶縁材料生産プラント建設投資決定のお知らせ～約 70 億円の戦略投資 

により高速通信技術確立に貢献～」 

https://www.denka.co.jp/storage/news/pdf/1232/20240521_denka_SNECTON.pdf 

・2025 年 2 月 12 日 「低誘電有機絶縁樹脂「スネクトンⓇ」上市のお知らせ」 

 https://www.denka.co.jp/storage/news/pdf/1282/20250212_denka_snecton2.pdf 
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【報道関係者からのお問い合わせ先】 

コーポレートコミュニケーション部 電話：０３－５２９０－５５１１ 

 


